Rework

Reparatur von Goldflachen und Goldkontakten

Dieser Artikel stellt ein innovatives und umweltfreundliches Verfahren vor, mit dem sich Goldkontakte reparieren

lassen.
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Gold ist ein wichtiges und teures
Kontaktmaterial. Doch Steckkontakte
konnen mechanisch verschleilen,
Kontaktflachen beim Loten verun-
reinigt werden. Darum wird hier ein
innovatives und umweltfreundliches
Verfahren vorgestellt, mit dem sich
Goldkontakte reparieren lassen.
Der thermische Prozess, welcher
der IPC-7711C bzw. 7721C ent-

Mit definierten, reproduzierbaren Prozessparametern
werden die Lotspritzer manuell entfernt

spricht, ermdglicht es, Goldkon-
takte und Goldflachen so nachzu-
arbeiten, dass wieder ein Neuzu-
stand erreicht wird.

Warum iiberhaupt vergoldet
wird

Unter Normalbedingungen oxidie-
ren Goldoberflachen nicht. Selbst an

der Luft unter normaler Atmosphére
ist Gold Uiberaus korrosionsbestan-
dig. In der Praxis reichen Schich-
ten von 50 bis 100 nm véllig aus,
um Kontaktflachen auf Dauer vor
Korrosion zu schitzen. Ublicher-
weise geben Leiterplattenherstel-
ler mindestens 12 Monate Lager-
zeit an; in der Praxis werden auch
24 Monate erreicht.
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Erfolg der Reparatur im Vorher-nacher-Vergleich. Links die angelieferte Leiterplatte mit der durch Lotspritzer verunreinigten Goldfldche, rechts

das selbe Pad nach der Reparatur

Der Vorteil der diinnen Schicht:
Die Kontaktflache selbst bleibt eben
und koplanar.

Allerdings kann man das bliche
Leiterplatten-Kupfer nicht direkt ver-
golden, weil das edle Gold mit der
Zeit in das unedle Kupfer eindif-
fundieren und vollstandig von der
Oberflache verschwinden wiirde.
Technisch wird daher auf das Kupfer
der Leiterbahn zunachst eine 3...6
um starke Nickelschicht aufgetra-
gen; diese wird in einem Nachfol-
geprozess vergoldet.

Das entsprechende Verfahren
heilt ENIG (Electroless Nickel
Immersion Gold), hierzulande wird
meist von ,chemisch vergolden*
gesprochen.

Problemfall 1:
Lotspritzer

Leiterplatten kommen in aller
Regel mit den fertigen Goldflachen
zum Bestlicker. Im Lotprozess kon-
nen Lotspritzer auf die Goldflachen
gelangen. Da Goldtiberzlige grund-
satzlich sehr gut I6tbar sind, bleibt
das Lot sofort haften. Das ist nicht
nur optisch unschdn, sondern tech-
nisch in aller Regel nicht akzepta-
bel. Das Zinn iberzieht sich ndm-
lich sofort mit einer stabilen Oxid-
schicht. Das erh6ht Ubergangswi-
derstéande und sorgt bei spéteren
Bond- oder Kontaktierprozessen
fir Probleme.
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Problemfall 2: Mechanische
Abnutzung

Kontaktflachen an Leiterplatten
lassen sich ebenfalls durch diinne
Goldlberzlige schitzen, wenn
abzusehen ist, dass die Bauteile
gelegentlich getrennt werden (wie
z.B. eine Grafikkarte in einem PC).
Erfolgt das ofter, nutzen sich die
Kontaktflachen mit der Zeit durch
mechanische Reibung ab, oder wer-
den anderweitig beschadigt. Die
Nickel-Sperrschicht kommt zum
Vorschein und macht den Schaden
offensichtlich. Auch solche Kon-
taktflachen lassen sich reparieren.

Alle bisherigen Verfahren
sind nicht IPC-7711C- bzw.
-7721C-konform

Alle bisher bekannten Verfah-
ren, um das Lot wieder zu entfer-
nen, haben bestimmte Nachteile.
Beim mechanischen Abkratzen bei-
spielsweise wird die Goldschicht
stellenweise mit entfernt. Erschwe-
rend kommt dazu, dass die Lotver-
bindung eigentlich mit dem unter
dem Gold liegenden Nickel erfolgt:
daher muss die Nickelschicht in
Teilen ebenfalls entfernt werden.
In der Praxis fiihrt dies praktisch
immer zu Riefen oder anderen
(mechanischen) Beschédigungen
der Nickelschicht. Wird die Nickel-
schicht dabei penetriert, diffun-
diert das Gold ins Kupfer ein und

kann die Kontaktflache nicht mehr
vor Oxidation schiitzen. Dies filhrt
dazu, dass es bislang kein Ver-
fahren gab, das in der Realitat mit
der IPC-7711C bzw. 7721C kom-
patibel ist.

Schritt 1: Lotspritzer entfernen

Von allen Kontaktmaterialien in
der Elektronik hat Zinn bzw. Lot den
niedrigsten Schmelzpunkt. W&h-
rend also das Lot bereits vollstén-
dig aufgeschmolzen ist, sind alle
anderen Metalle noch fest. Diese
Eigenschaft von Zinn ist die Grund-
lage fiir ein thermisches Verfahren
zum Entléten.

Nur die betroffene Kontaktfla-
che wird selektiv erwarmt (bei-
spielsweise mittels einer Rework-
Station), das Lot aufgeschmolzen
und mit den (blichen Verfahren
vollstandig entfernt. Entscheidend
sind hier die Prozessparameter, vor
allem Temperatur und Zeitverlauf,
damit weder die Kontaktflache an
sich, die Leiterplatte noch umlie-
genden Bauteile beschadigt wer-
den. Hier ist viel Fingerspitzenge-
fiihl erforderlich, um die Prozesspa-
rameter in umfangreichen Versuchs-
reihen zu ermitteln und ggf. gemein-
sam mit einem EMS zu validieren.

Schritt 2: Nachvergolden

Nachdem das Zinn vollstandig
entfernt ist, wird die Kontaktfla-

che wieder vergoldet; der bishe-
rige Vorgang hat ja sozusagen ein
Loch in der Goldschicht hinterlas-
sen. Als gut geeignet dafiir hat sich
ein elektrolytischer Prozess erwie-
sen. Dabei wandert das Gold zum
unedlen Metall, also zur Nickel-
Sperrschicht, und flillt die Fehl-
stelle quasi selbst auf.

Als technische Basis des Nach-
vergoldens dienen dabei handels-
ubliche Goldldsungen und entspre-
chende Galvanisier-Stifte. Die Gold-
Schichtdicke bestimmt sich nach
der Zeitdauer des elektrolytischen
Vorgangs. Die optimalen Zeiten und
Profile miissen dabei ebenfalls in
Versuchsreihen ermittelt werden.

Anwendung

Das beschriebene Verfahren
eignet sich vor allem zum Einsatz
bei bereits bestlickten Leiterplat-
ten und kann diese in den meisten
Fallen ,retten’. Zudem ist eine IPC-
konforme Reparatur von Goldkon-
takten und Goldflachen wesent-
lich kostenglinstiger, als bescha-
digte Baugruppen zu entsorgen
und neu zu fertigen.

Nach der Reparatur entspre-
chen die Baugruppen sowohl in
ihren technischen Eigenschaf-
ten als auch im Gesamtein-
druck einer neuwertigen Bau-
gruppe nach IPC A 610 Abschnitt
101. <«
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